附件：
DNA检测配套设备技术参数
一、梯度PCR  
1.最大升降温速率：≥4℃/s
2．样品容量：96×0.2ml
3.反应体积：1-100ul
4.温控范围：4-100℃
5.具有动态温度梯度功能，可一次性设定4个及4个以上不同的温度。
6.仪器在使用过程中的能更有效地阻止模块中出现冷凝现象
7.仪器支持USB存储，无限扩展存储程序
8.支持待机模式，最大限度地节省额外用电
9.大尺寸彩色VGA触摸屏，支持蜂鸣提示功能
10.个性化文件夹设置，支持多用户自定义文件夹
11.多个预装标准程序，方便用户快速开展实验
12.图形操作界面，具有预览功能。方便客户查看程序
13.独特的自压式热盖设计，无需调节热盖高度即可适用不同的耗材。
14.一键式启动孵育程序。
15.温控精度：±0.5℃
16.温度均一性：±0.5℃
2、 凝胶成像系统
（一）、技术参数：
1、功能：免染蛋白凝胶成像，核酸荧光凝胶成像，考马斯亮蓝染色蛋白凝胶成像，银染蛋白凝胶成像等。
2、★具有免染蛋白成像功能，可以观察凝胶中的蛋白条带，分析判断蛋白样品是否发生降解。
3、染色后的凝胶可以继续转膜，不影响后续的抗体杂交
4、可以监控蛋白印迹的转膜效果，可以直接观察转膜后，凝胶中蛋白质的残留量，观察转移到膜上的蛋白质含量，能够观察到转印过程中是否有气泡的产生，评价转膜效果。
5、硬件要求：
5.1★物理分辨率：≥500万像素以上
5.2成像面积：≥ 21x14cm
5.3 ★要求样品托盘采用模块化设计，不同的模块之间可以方便的更换，至少具有紫外/免染样品托盘、白光样品托盘、蓝光样品托盘可选。
5.4★主机内置不小于9英寸的触摸控制显示屏，无需电脑即可操作控制，触摸控制显示屏具有多点触控功能。
5.5★主机内置控制系统至少有50G的存储空间
5.6★具有多用户登录和密码管理功能，不同用户数据分开管理。
5.7提供中英文版的操作和分析软件；软件可以同时授权安装至少20台电脑，并且具有永久使用权限。 
5.8★基于紫外/免染样品托盘，随主机内置软件至少具有2种荧光应用图标设置
5.9基于白光样品托盘，随机内置软件至少具有2种应用图标设置
5.10基于蓝光样品托盘，随机内置软件至少具有1种应用图标设置
（二）、仪器配置要求：
1、智能型全自动凝胶成像系统主机1台
2、紫外/免染样品托盘1块
三、电泳仪及配套蛋白转膜仪  
电泳仪
1、电源：输出范围：电压10-300V；电流4-400mA；功率75W(最大)
2、输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟
3、有暂停/继续功能
4、有断电后自动恢复功能
5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
6、安全标准：通过相关标准
7、安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护

蛋白转膜仪
A：功能描述：  在电场作用下，将电泳分离的蛋白质从凝胶中转移至印迹膜上，以进行后续的免疫印迹检测
B：*印迹膜规格：可同时转印1块中型膜，或1-2块微型膜
C：*转印时间：15分钟以内
D：彩色触摸屏操作系统
四、蛋白电泳槽和制胶器
蛋白电泳槽
1、对少量的核酸及蛋白质样品进行电泳的装置。
2、玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。
3、可以满足不同上样量需要，安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。
4、可同时运行二块及2块以上凝胶，做到一槽多用。
5、电泳仪配套使用。
制胶器
1 .电泳槽配套仪器，配多种满足实验规格以上规格胶板和梳子，能做到一机多用。 
2 .多用制胶器为耐温材料注塑成型，不变型，尺寸精度高，不易损坏。 
3 .制胶时无须胶布封口。 
五、配套高速冷冻离心机技术参数
1、多彩LED显示。
2、转子自动识别，并进行限速控制。
3、可根据不同实验要求任意设定转速，时间，离心力及升降速档位。
4、自动计算并同步显示离心力RCF值，具备一键预冷功能，冷冻离心方便。
5、加、减速控制，可自由编程，调用。
6、有门盖保护，超速及不平衡保护，确保仪器运行安全。
7、高能效环保制冷系统，最高转速可保持-4℃以下。
8、整机噪声：< 65dB（A）；温度设置范围：-20℃～40℃；
9、温度精度：±1.0℃；转速精度：±20r/min。
*10、转子配置：符合检测分析要求。
11、 整机保修期≥2年。
六、混合器技术参数
1、适用于离心管，试管等容器中的液体快速混匀
2、体积小功率大，功率高，操作简便
★3、涡旋混匀
★4、振动频率：≥2000次/分
5、 振幅：≥6mm
七、单工位超净工作台（配套）：
1、工作台面，不锈钢，易清洁。
2、带刹车装置的万向转向轮，可以移动。
3、有紫外灭菌及过滤装置，更换方便。
八、研磨仪（配套）
1、适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；
2.适用于各种动物组织样品的研磨破碎；
3、进出料大小进料无要求，根据适配器大小；出料粒径~5um；
4、研磨方式湿磨，干磨，低温研磨都可

[bookmark: _GoBack]
